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Relatério descritivo da patente de invencéo para "METODO
PARA PRODUZIR UMA PLACA DE PISO".

Campo técnico

[001] A presente invencio relaciona-se geralmente com painéis
de construgao, especialmente placas de piso, as guais tém um nucleo
baseado em fibra de madeira, uma camada superficial e porgdes de
bordas curvas comprimidas. Mais particularmente, a presente inven-
¢gao relaciona-se com paineis de construgdo intertravados com por-
¢Oes de bordas comprimidas localizadas abaixo da superficie do pai-
nel. A invencao relaciona-se com paineis com tais porgoes de borda e
com um método para produzir tais paineis.

Campo de aplicacdo da invengao

[002] A presente invencao € particularmente adequada para uso
em pisos flutuantes, os quais sdo formados de placas de piso compre-
endendo um nucleo baseado em fibra de madeira com uma camada
superficial e as quais sao preferivelmente unidas mecanicamente com
um sistema de travamento integrado com a placa de piso. Uma placa
de piso com um sistema de travamento mecéanico tendo um perfil de
borda um tanto avangado e porgao de borda curva € mais dificil para
produzir do que componentes de moveis tradicionais. A seguinte des-
crigao de problemas da técnica anterior, de sistemas conhecidos e ob-
jetivos e caracteristicas da invencgao sera portanto direcionada, como
um exemplo ndo restritivo, acima de tudo a este campo e em particular
a piso laminado com sistemas de fravamento mecanico. Entretanto,
deve ser enfatizado que a invengéo pode ser usada em placas de piso
opcionais com sistemas de travamento opcionais, onde as placas de
piso tém um nucleo e pelo menos uma camada de superficie & onde
estas duas partes sao possiveis de serem formadas com uma forga de
pressac aplicada a camada superficial. A invengao tambem pode por-

tanto ser aplicada a, por exemplo, pisos com uma ou mais camadas
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superficiais de madeira aplicada sobre um nucleo de fibra de madeira.
A presente invengao também pode ser usada em paineis de constru-
¢ao, isto &, painéis de parede, tetos e faixas de piso tais como perfis
de dilatagao, perfis de transi¢do ou perfis de acabamento.

Definicdo de alguns termos

[003] No texto seguinte, a superficie visivel da placa de piso ins-
talada & chamada "lado frontal” enquanto ¢ lado oposto € chamado

"lado traseiro” "Plano horizontal" se relaciona com um plano, o qual se
estende ao longo das partes chatas externas da camada superficial no
lado frontal. "Plano vertical” se relaciona com um plano, o qual é per-
pendicular ao plano horizontal e em uma borda externa da camada
superficial . Por “para cima” é significado no sentido do lado frontal,

lﬂ

por "para baixo" no sentido do lado de tras, por "vertical" paralelo com
o plano vertical e por "horizontal" paralelo com o plano horizontal.

[004] Por "porgéo de borda” é significada uma parte da borda, a
qual esta abaixo do plano horizontal. Por "superficie do piso" € signifi-
cada as partes chatas externas da camada superficial ao longo do
planc horizontal. Por "superficie de borda" e significada a superficie da
por¢cac de borda. Por “sistema de travamento” € significado meios de
conexao cooperativos , que interconectam as placas de piso vertical
mente e/ ou horizontalmente. Por sistema de “travamento mecanico” &
significado que a jungio pode ocorrer sem cola.

Antecedentes da invencio, técnica anterior e problemas da mesma

[005] Pisos laminados e outras placas de piso similares sao fei-
tas de uma ou mais camadas superiores de laminado decorativo, ma-
terial plastico decorativo ou laminado de madeira, um nucleo interme-
diaric de material baseado em fibra de madeira ou material plastico e
preferivelmente uma camada de equilibrio inferior no lado de tras do
nucleo.

[006] Piso laminado geralmente consiste de um nucleo de placa
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de fibra de 6-9 mm, uma camada superficial decorativa superior de
0,2-0,8 mm de espessura de laminado e uma camada de equilibrio
inferior de 0,1-0,6 mm de espessura de laminado, plastico, papel ou
material similar. Piso laminado mais espesso com uma espessura de
12-16 mm ou maior pode ser produzido. Tais pisos terdo proprieda-
des sonoras favoraveis . Pisos extremamente finos com espessuras
de 3-6 mm também podem ser produzidos. Tais pisos finos podem
ser usados em instalagdes com aquecimento de piso e o painel de
piso fino transferira calor para a superficie mais eficientemente do que
paineis de piso tradicionais. A camada superficial prové aparéncia e
durabilidade para as placas de piso. O nucleo prové estabilidade, e a
camada de equilibrio mantém o plano da placa quando a umidade
relativa (UR) varia durante o ano. As placas de piso sdo instaladas
flutuantes, isto &, sem colagem, sobre um subpiso existente. Placas
de piso duras tradicionais em piso flutuante deste tipo sdo usualmente
unidas por meio de 20 jun¢des coladas de lingueta e ranhura.

[007] Em adicdo a tais pisos tradicionais, placas de piso foram
desenvolvidas as guais nao requerem o uso de cola e ao inves disso
sao unidas mecanicamente por meio dos chamados sistemas de tra-
vamento mecanico. Estes sistemas compreendem meios de travamen-
to, os quais travam as placas horizontalmente e verticalmente. Os sis-
temas de travamento mecanico podem ser formados por usinagem do
ndcleo. Alternativamente, partes do sistema de travamento podem ser
formadas de um material separado, o qual & integrado com a placa de
piso, isto &, unido com a placa de piso em conexdo com a fabricacao
da mesma.

[008] O material de nucleo o mais comum ¢é placa de fibra com
alta densidade e boa estabilidade, usualmente chamada HDF _ Placa
de Fibra de Alta Densidade. Algumas vezes também MDF Placa de

Fibra de Media Densidade & usada como nlcleo. MDF e HDF contém
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fibras de madeira moidas, as quais por meios de agentes ligantes sao
combinadas em um material em folha.

[009] Piso laminado e também muitos outros pisos com uma ca-
mada superficial de plastico, madeira, laminado, cortica e similares
sdo produzidas em varias etapas. Como mostrado nas figuras 1a-1d, a
camada superficial e a camada de equilibrio sdo produzidas em uma
etapa separada e s3o entao aplicadas a um material de nucleo, por
exemplo colando uma camada decorativa € uma camada de equilibrio
fabricadas anteriormente a uma placa de fibra. Tal processo de produ-
¢ao € usado quando um painel de piso tem uma superficie de um la-
minado decorative de alla pressdo (HPL) que & produzido em uma
operagao separada onde uma pluralidade de folhas de papel impreg-
nadas com uma resina termofixa, tal como melamina e/ ou fenol séo
comprimidas sob alta presséo e a uma alta temperatura.

[0010] 0O método correntemente o mais comum quando produzin-
do piso laminado, entretanto, € 0 método de laminado de presséo di
reta (DPL) que é baseado em um principio mais moderno onde tanto a
fabricagdo da camada laminada decorativa, quanto a fixacdo a placa
de fibra, ocorrem em uma & na mesma etapa de fabricagdo. Um ou
mais papeis impregnados com uma resina termofixa tal como melami-
na ou tipos similares de resina s&o aplicados diretamente a placa e
prensados juntos sob presséo e calor sem qualquer colagem.

[0011] Um método anterior € descrito no documento FR 2846023,
A fim de produzir um efeito de relevo (“embossing”), linhas retilineas
sao pressionadas no elemento de piso usando uma cunha de estam-
par (de relevo) adjacente a cada linha pretendida de separacao. As
linhas de separacao sao formadas em uma etapa posterior quando do
recorte dos painéis de piso. Em outra etapa, posterior a essa, meios
de travamentc sao usinados na area entre a linha retilinea de relevo e

a linha de separacéo.
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[0012] Outro método da técnica anterior é descrito no documento
US 4.084.996 onde o método comega com a montagem de varias ca-
madas individuais, tais como compensado de madeira, aparas de ma-
deira e uma trama fibrosa. O conjunto & colocado, juntamente com
uma placa de presséao (“caul plate”), dentro de uma prensa quente pa-
ra a consolidacio e adesao a quente e a pressao das camadas e para
preservar o padrao superficial transferido a superficie pela placa de
pressao.

[0013] Ainda outro método da técnica anterior € descrito no docu-
mento JP 2003 200405. Este documento mostra um método de pro-
porcionar um material de face para um elemento de piso ou semelhan-
te. Uma parte de borda entre a superficie superior € uma superficie
lateral € empurrada por meio de um rolo de pressao para criar uma
chanfra. A formagdo da chanfra € realizada ap6s o corte do painel e
ap6s a formagao dos meios de acoplamento.

[0014] As figuras 1a-1d mostram como piso laminado € produzido
de acordo com a técnica anterior. Como uma regra, os métodos aci-
ma resultam em um elemento de piso (3 na fig. 1b) na forma de uma
grande placa laminada, a qual é entao serrada em varios painéis de
piso individuais (2 na fig. 1C), os quais sdo entdo usinados para pla-
cas de piso (1 na fig. 1d).Os painéis de piso sdo usinados individual-
mente ao longo de suas bordas para placas de piso com sistemas de
travamento mecanico nas bordas. A usinagem das bordas é executa-
da em maquinas de usinagem avangadas onde o painel de piso € po-
sicionado exatamente entre uma ou mais correntes e cintas ou simila-
res, tal que o painel de piso possa ser movido em alta velocidade e
com grande precisao passando por um numero de motores de usina-
gem, os quais sao providos com ferramentas de corte de diamante ou
ferramentas de corte metalicas, que usinam a borda do painel de piso.

Usando varios motores de usinagem operando em diferentes angulos,
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perfis avancados podem ser formados em velocidades excedendo
100 m/ min e com uma precisdo de mm.

[0015] As bordas superiores das placas de piso s&0 na maioria
dos casos muito agudas e perpendiculares a superficie de piso e no
mesmo plano que a superficie de piso.

[0016] Pisos laminados recentemente foram desenvolvidos com
ranhuras ou chanfros decorativos nas bordas, as quais parecem uma
folga real ou um chanfro entre piso de madeira sdlida tal como tabuas
grossas ou faixas de parquete.

[0017] E sabido que tais bordas podem ser produzidas de varios
modos diferentes.

[0018] Em anos recentes, pisos laminados, que sao imitagtes de
pedras, ladrilhos e similares, se tornaram mais e mais comuns. E sa-
bido que o0 método que é usado para fabricar por¢des de borda deco-
rativa de tais pisos também poderia ser usado para produzir porgdes
de borda, que parecem como uma folga em pisos de madeira sélida.
Isto € mostrado nas figuras 2a e 2b. O material inicial € um papel de-
corativo com porgdes de borda impressas, o qual é impregnado com
resina melamina. O inchamento descontrolado ocorre nesta operacao.
Na laminagao subsequente, o papel impregnado € colocado sobre um
nuclec e a laminagao ocorre contra uma folha de metal gravada em
relevo, que forma uma depressao 20 nestas partes do elemento de
piso 2 onde as porgdes de borda devem ser formadas. Isto € mostrado
na figura 2a. O resultado é um elemento de piso 1, 1' cujo lado frontal
tem um padréo de borda embutido ou relevo correspondendo as por-
¢oes de borda pretendidas entre placas de piso, como mostrado na
figura 2b.

[0019] Este metodo de fabricagdo sofre de um nimero de proble-
mas, 0s quais estao acima de tudo relacionados com dificuldades para

posicionar o papel decorativo e as folhas metalicas em conexao com a
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laminacéo e a dificuldade para posicionar o elemento de piso e painéis
de piso no subsequente corte e usinagem das bordas. O resultado é
um painel de piso com porgdes de borda, as quais mostram conside-
raveis e indesejadas variagdes em estrutura e design como mostrado
na figura 2b. Um outro problema é que este método é somente ade-
quado para texturas em relevo que sédo menores que cerca de 0,2 mm
de profundidade e que nao podem ser produzidas mais profundas que
a espessura da camada superficial. Desvantagens adicionais sdo que
embora a borda esteja abaixo da superficie de piso, ela é aguda e pa-
ralela com a superficie. O inventor analisou e avaliou as possibilidades
de usar esta tecnologia tradicional e de produzir por¢ées de borda
comprimidas em painéis de piso DPL com um formato de, por exem-
plo, um chanfro ou uma borda curva convexa. Algumas das conclu-
sbes principais sdo mostradas na figura 2e e descritas abaixo.

[0020] Um papel decorativo com somente um design de madeira
pode ser usado e isto proporcionara a vantagem que o problema de
posicionar a placa da prensa e uma borda decorativa impressa pode
ser evitado. Este método agora tem, entretanto, varias desvantagens.
Ele é muito dificil para formar uma borda com uma profundidade de
borda ED de mais que cerca de 0,2 mm, que esta na mesma magni-
tude que a espessura de superficie ST. O angulo maximo NA, que po-
de 30 ser realizado é menor que 10 graus. A produgao seria ineficiente
uma vez que o tempo de ciclo da prensa e a pressao de prensagem
devem ser aumentados. Angulos maiores e gravacdo em relevo mais
profundo aumentarao consideravelmente os riscos de que o papel se
rompa durante a produgdo. Também seria muito dificil posicionar o
elemento de piso laminado com as depressdes nas operagdes subse-
guentes de serragao e usinagem. Existiriam tolerancias indesejaveis
consideraveis nas profundidades de borda EWI, EW2 da magnitude de

0, 3-0,5 mm. A borda adjacente e as depressdes 20, 20' intencionadas
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a estarem em contato entre si ndo se encontrariam na mesma posi¢ao
de altura. Adicionalmente a camada de superficie laminada seria com-
primida, especialmente a camada de desgaste de cobertura transpa-
rente 33, que esta localizada sobre o papel decorativo impresso 34.
Todos estes problemas aumentarao se a largura tradicional da placa
de piso de 200 mm for diminuida para, por exemplo, 150 mm ou 120
mm ou abaixo de 100 mm, uma vez que 0 numero de depressdes au-
mentara. Na maioria das aplicagbes isto requereria que a pressao de
prensagem deva ser aumentada de 300 N/ cm2 para 600 N/cm?ou até
mesmo 800 N/cm?. Investimentos consideraveis em equipamento de
prensagem e folhas metalicas com gravagdo em relevo novos e mais
caros seriam requeridos, especialmente se placas de piso de diferen-
tes larguras ou comprimentos devam ser produzidos. As figuras 2c e
2d mostram um outro método. As por¢des de borda decorativa podem
ser produzidas em conexao com a usinagem das bordas do painel de
piso 1, 1'. A laminag¢ao e a serracao do elemento de piso 3 podem en-
tdo ocorrer sem quaisquer requisitos especificos quanto ao alinhamen-
to, e problemas de inchamento ndo ocorrem. A porcao de borda deco-
rativa e embutida pode ser provida por parte da camada superficial
decorativa sendo removida tal que a camada de reforgo do laminado
se torne visivel (figura 2d). Alternativamente, o préprio nucleo 30 pode
ser usado para criar a por¢ao de borda embutida decorativa. Isto é
mostrado na figura 3a. A camada superficial foi removida e o nucleo
30 esta descoberto dentro de areas que devem constituir a porgao de
borda decorativa 20. Uma ranhura decorativa também pode ser produ-
zida em somente uma borda como mostrado na figura 3a. A principal
desvantagem € que é impossivel criar um design e estrutura, que seja
igual a camada superficial. Portanto, ndo € possivel formar uma por-
cao de borda que parega como um chanfro em uma camada superfici-
al de madeira sdlida.
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[0021] O método 0 mais comum € mostrado na figura 3b. Uma
parte da porgao de borda de uma placa de piso 1, 1' foi formada como
um chanfro 20 e este chanfro é entdo, em uma operagido separada,
coberto com um material separado tal como uma fita, uma tira de plas-
tico ou ele poderia ser colorido, impresso, etc. Os materiais separados
sao complicados e custosos para aplicar e nao é possivel produzir
uma porgao de borda com o mesmo design e estrutura que a superfi-
cie de piso. Tal por¢ao de borda tem resisténcia & abrasdo considera-
velmente mais baixa e propriedades inferiores de umidade que a su-
perficie de piso. O metodo de produgdo € um tanto lento e varias uni-
dades de aplicagdo sdo necessarias para atender a velocidade de
uma linha de produg&o moderna para pisos laminados.

[0022] Qutro método € mostrado na figura 3c. A porgao de borda
20 é formada de um material separado, o qual foi inserido ou extruda-
do dentro de uma ranhura. Este método tem as mesmas desvanta-
gens que o método descrito acima.

[0023] A fig. 3d mostra que uma porgao de borda arredondada 20
pode ser produzida com o0 mesmo metodo bem conhecido de confor-
macac posterior usado para componentes de moveis. Uma superficie
laminada de formacgao posterior 31 de HPL, que e tao flexivel que ela
pode ser formada apos a produgado da folha laminada, pode ser cola-
da a uma placa de piso 1 ja usinada. Em uma segunda etapa de pro-
ducgio a borda pode ser aquecida e 0 laminado pode ser flexionado e
colado ao redor da por¢ao de borda. Este método seria muito compli-
cado e custoso, uma vez que painéis de piso individuais tém que ser
laminados, e isto ndo € usado em pisos laminados. Em teoria claro
que & possivel usar a tecnologia DPL e produzir uma prensagem dire-
ta de um papel decorativo e cobertura sobre um painel de piso com
porctes de bordas curvas. Mesmo neste caso, painéis de piso indivi-

duais tém gue ser manuseados separadamente na prensa e isto re-
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sultara em uma produc¢ao muito ineficiente.

[0024] Os principios da presente invencgao sao direcionados a por-
¢oes de borda em painéis de construgdo, que superam uma ou mais
das limitagdes e desvantagens da técnica anterior.

[0025] Estes e outros objetivos da invengao sao alcangados por
placas de piso, e métodos de fabricagao tendo as caracteristicas que
estdo registradas nas reivindicagdes independentes. As reivindicagdes
dependentes definem configuragdes particularmente preferidas da in-
Vvengao.

Sumario da invencao

[0026] O objetivo principal desta invengdo & prover painéis de
construgao, especialmente placas de piso, com porgdes de bordas
curvas produzidos em uma pe¢a com a camada superficial, que po-
dem ser produzidos mais eficientemente do que os produtos presentes
no mercado.

[0027] Um propoésito adicional desta invengdo é prover tais painéis
com porgdes de borda, os quais tém design e propriedades de abra-
sao melhorados.

[0028] Para alcancar estes objetivos, de acordo com um primeiro
principio da invengao, uma placa de piso € provida, com sistema de
travamento, um nucleo baseado em fibra € uma camada superficial
arranjada sobre o lado superior do nicleo. As partes chatas externas
da camada superficial constituindo uma superficie de piso e um plano
horizontal. Um plano perpendicular ac plano horizontal e na borda da
camada superficial constitui um plano vertical. A placa de piso tem
uma por¢ao de borda com uma superficie de borda, a qual esta locali-
zada sob o plano horizontal. A superficie de borda no planc vertical
estd a uma distancia do plano horizontal que constitui uma profundi-
dade de borda e que excede a espessura da camada superficial.

[0029] A superficie de piso e a superficie de borda sao produzi-
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das em uma peca do mesmo material. Uma parte do nucleo na por-
¢ao de borda sob a superficie de borda adjacente ao plano vertical e
a uma distancia vertical a partir da superficie de borda tem uma den-
sidade mais alta que uma parte do nucleo sob a superficie de piso
adjacente a porcao de borda e na mesma distancia vertical a partir da
superficie de piso.

[0030] A porcdo de borda curva pode ser formada em somente
uma borda, em duas bordas opostas ou em dois pares de bordas
opostas. Alternativamente a porgcao de borda pode ser formada em
paineis compreendendo mais que 4 bordas.

[0031] A produgao a mais eficiente € obtida se os painéis tiverem
bordas curvas de acordo com o primeiro principio da invengao em du-
as bordas opostas, preferivelmente as bordas longas, se as placas de
piso forem retangulares. As bordas curtas podem ter bordas retas tra-
dicionais. As bordas curtas também podem ter pelo menos uma por-
¢ao de borda que esta localizada abaixo da superficie e a qual é for-
mada por gualquer outro método, por exemplo, como mostrado e des-
crito em conexdo com as figuras 2a-2e, 3a3d, 6a-6b ou 8.

[0032] Placas de piso com uma superficie de madeira frequente-
mente tém chanfros ou bordas curvas, que sao diferentes em formato
e estrutura superficial sobre as bordas longas comparadas com as
bordas curtas. A razio principal € que a orientagao da fibra nas bordas
longas e curtas é diferente. Diferentes métodos de produgdo também
sdo usados e isto proporciona aparéncia diferente. O inventor desco-
briu que placas de piso laminadas podem ser produzidas mais eficien-
temente e com caracteristicas de design, que sdo muito similares a
madeira se a superficie de borda nas bordas longas for diferente em
relagac a superficie de borda em uma ou ambas as bordas curtas.
[0033] De acordo com um segundo principio da invencao uma

placa de piso retangular & provida compreendendo pares de bordas
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longas e curtas opostas, um sistema de travamento mecanico em pe-
lo menos um par de bordas, um nicleo baseado em fibra de madeira
e uma camada superficial laminada no lado superior do nicleo. As
partes chatas externas da camada superficial constituindo uma super-
ficie de piso e um plano horizontal. A placa de piso tem nas bordas
longas e em pelo menos uma das bordas curtas porgdes de borda
com superficies de borda, que estao localizadas scb ¢ plano horizon-
tal. Uma superficie de borda na borda longa compreende um material
diferente da superficie de borda na borda curta.
[0034] De acordo com uma configuragao preferivel deste segundo
principio, a placa de piso tem um par de bordas longas com uma por-
¢Ao de borda de acordo com o primeiro principio. Em uma borda curta
a placa de piso tem uma porgdo de borda onde a camada superficial
laminada foi removida e o nicleo baseado em fibra de madeira, prefe-
rivelmente HDF, é pintado ou impregnado com, por exemplo, um pro-
duto quimico baseado em dleo.
[0035] De acordo com um terceiro principio da invengao, um me-
todo & provido para produzir uma placa de piso, com um sistema de
travamento, um nucleo baseado em fibra de madeira e uma camada
superficial arranjada no lado superior do nacleo. As partes chatas ex-
ternas da camada superficial constituindo uma superficie de piso € um
planc horizontal. A placa de piso tem uma porgao de borda com uma
superficie de borda, a qual esta localizada sob o plano horizontal. O
método compreende as etapas de:

+ Aplicar a camada superficial scbre o nucleo para for-

mar um elemento de piso.
« Cortar o elemento de piso em paineis de piso.
« Aplicar uma pressao sobre a superficie de uma porgao
de borda do painel de piso tal que o nucleo scb a 30

camada superficial seja comprimido e a camada su-
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perficial seja permanentemente dobrada contra o lado

de tras do nucleo.
[00386] A invengdo € muito adequada para produzir porgdes de
bordas curvas ou chanfradas em painéis com diferentes larguras, es-
pecialmente painéis estreitos, e também em painéis laminados muito
espessos (12-16 mm) e finos (3-5 mm) como descrito na introdugao.
Tais paineéis finos e espessos ndo sao produzidos hoje. O eguipamen-
to e 0 método de producgdo de acordo com a invengao sao muito mais
facilmente ajustados aos painéis de diferentes tamanhos e espessu-
ras do que a tecnologia tradicional de prensagem e pos-conformacgao.

Descricdo resumida dos desenhos

[0037] As figs. 1a-d ilustram em diferentes etapas a fabricagao de
uma placa de piso de acordo com a técnica anterior.

[0038] As figs. 2a-e ilustram métodos de produgdo para formar 10
por¢des e borda de acordo com a técnica anterior.

[0039] As figs. 3a-d ilustram exemplos de diferentes modos de fa-
bricagao de porgdes de borda de acordo com a tecnica anterior.

[0040] As figs. 4a -d ilustram a conformagao por prensagem de
uma 15 porg¢ao de borda de acordo com a invengao.

[0041] As figs. 5a -c¢ ilustram diferentes propriedades de uma por-
¢ao de borda curva convexa de acordo com a invengao.

[0042] As figs. 6a-b ilustram métodos alternativos para formar con-
figuracdes da invencao.

[0043] A fig. 7 ilustra um perfil de dilatagdo de acordo com a in-
vencao.

[0044] A fig. 8 ilustra uma por¢ao de borda com uma superficie de
borda curva.

[0045] A fig. 9 ilustra uma placa de piso com superficies de borda
nas bordas longas e curtas compreendendo diferentes materiais.

Descricdo de configuractes preferidas
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[0048] As figs. 4a-4c mostram em quatro etapas a fabricacao de
placas de piso de acordo com uma configuragao da invengao. A fig.
4a mostra duas bordas opostas de dois painéis de piso essencial-
mente similares 2, 2 ' que sdo intencionados a serem unidos entre si
com um sistema de travamento mecanico. As placas de piso tém uma
camada superficial 31 de, por exemplo, HPL, DPL ou folheado de
madeira, um nuclec 30 de HDF e camada de equilibric 32. Como
mostrado na fig. 4b uma ranhura de borda 16, 16 formada no lado su-
perior da borda e uma parte da camada superficial 31 € removida. Isto
pode ser feito em uma operagdo separada ou em conexao com a ser-
ragac do elemento de piso 3 nos painéis de piso 2. Se a camada su-
perficial 31 & laminada, pelo menos uma parte da ranhura de borda
16, 16' e a camada superficial 31 adjacente a ranhura de borda 186,
168" devem preferivelmente ser aquecidas com um dispositivo de
aquecimento adequado H, tal como, por exemplo, bicos de aqueci-
mento que sopram uma corrente uniforme de ar quente, com radiacao
infravermelha, micro-ondas, alta frequéncia, aquecimento por contato,
laser ou a técnica anterior similar. A temperatura deve exceder 100 °
C. Uma temperatura preferida & cerca de 150-200 ° C. Em muitas
aplicacdes uma temperatura de cerca de 170 °C da o melhor 15 re-
sultado. A qualidade de laminado normal pode ser usada como uma
camada superficial 31 e nenhuma qualidade de pds-conformagao es-
pecial € necessaria. Uma modificacdo das resinas termofixas similar a
modificacdo, que é usada em laminados pds-conformacio, pode en-
tretanto aumentar a eficiéncia da producdo. Se a camada superficial
31 for um folheado de madeira, o aquecimento preferivelmente nao e
requerido. O painel de piso deve preferivelmente ter uma superficie
de referéncia 17, 17' que pode ser usada para posicionar o painel de
piso corretamente quando as porgoes de borda e sistemas de trava-

mento sdo formados. Comoc mostrado na figura 4c as porgdes de bor-
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da 20, 20+ sd0 entao comprimidas com uma ferramenta de compres-
sao TO que preferivelmente & aquecida a temperaturas similares as
descritas acima. A ferramenta de compressdo TO pode ser uma roda
efou uma sapata de pressao ou similar com um perfil que preferivel-
mente corresponda ao perfil de borda desejado. Varias ferramentas
podem ser usadas para formar a por¢do de borda em varias etapas
em, por exemplo, uma borda longa, ambas as bordas longas ou em
bordas longas e depois disso em cartas. Claro que as bordas curtas
podem ser formadas antes das bordas longas e varias placas de piso
podem ser formadas noc mesmo equipamento. As rodas tambem po-
dem ter diferentes estruturas e isto tornara possivel formar urna por-
¢Ao de borda gravada em relevo. Tal por¢do de borda também pode
ter uma estrutura randémica ou sincronizada. A prensagem das bor-
das pode ser uma operagao continua onde a placa de piso, por
exemplo, é deslocada em relagdo a uma ferramenta fixa. Claro que a
placa pode estar em uma posicdo fixa e a ferramenta pode ser deslo-
cada em relagédo a placa. Outras alternativas tambem sac possiveis.
A borda tambem pode ser formada com uma operacao de prensagem
tradicional. Tal metodo € especialmente facil para as bordas curlas e
secbes de canto podem ser formadas com grande precisao. Durante
a compressao, as fibras no ndcleo serac permanentemente compri-
midas, as orientagbes das fibras na maioria dos casos mudardo e a
densidade da porgao de borda 20 aumentara. Se a camada superfici-
al é laminada, geralmente na maioria das aplica¢gdes nenhuma com-
pressac maior da camada superficial ocorrera. Uma mudanga na ori-
entagao de fibra pode ser dificil para detectar em 20 alguns materiais
de nucleo. A densidade aumentada pode, entretanto, ser medida com
grande precisao. A por¢gao de borda 20 serad muito mais forte que
bordas chanfradas tradicionais em piso laminado. A resisténcia a

abrasao sera similar uma vez que a superficie de piso e a porgao de
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borda visivel terdo o mesmo design e estrutura que a superficie de
piso. As partes superiores do nucleo 30 sob a camada superficial 31,
que em um piso DPL & impregnada com me lamina e em um piso
HPL com cola, suporta a camada superficial laminada 31 durante o
flexionamento e aumenta a flexibilidade da camada laminada. A van-
tagem é que qualidades ordinarias de laminados decorativos termofi-
X0s, que sdo um tanto quebradicos, podem ser usadas. HDF é parti-
cularmente adequada para esta espécie de conformagao por prensa-
gem com compressao permanente de acordo com a invengao uma
vez que a estrutura da fibra e os ligantes, que sdo usados em HDF,
sao ideais para esta aplicacao .

[0047] Como mostrado na figura 4d um sistema de travamento
mecéanico com uma lingueta 10 e ranhura 9 para travamento vertical e
uma faixa 6 com um elemento de travamento 8 e uma ranhura de tra-
vamento 12 para travamento horizontal 5 podem facilmente ser forma-
dos e posicionados com alta precisdo em relacdo as porcdes de borda
comprimida 20,20. Nesta configuragdo a conformagao por prensagem
das porcdes de borda 20, 20' € feita no painel de piso 2, o qual depois
disso é usinado para uma placa de piso 1. A vantagem é que a forma-
¢édo do sistema de travamento mecanico pode ser feita com grande
precisdo e a conformagao por prensagem nao mudara as dimensdes
do perfil, o qual nesta configuragéo é principalmente a lingueta 10 e a
ranhura 9. A producio de teste mostra que tolerancias de 0, 1 mm ou
menores podem ser obtidas e estas sdo consideravelmente mais bai-
xas do que podem ser realizadas com a técnica anterior. Claro que é
possivel formar as por¢gdes de borda 20, 20' na placa de piso apds a
usinagem das bordas, mas isto é mais complicado e as possibilidades
de compressao sdo mais limitadas. Na maioria dos casos usinagem
adicional é entdo requerida para formar a borda externa superior.

[0048] A figura 5a mostra uma secao transversal de uma borda de
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painel de acordo com a invenc¢ao. Nesta configuragao preferida o pai-
nel de piso 1 tem uma camada superficial 31 de DPL com uma es-
pessura de superficie ST € uma borda externa 51. A parte chata su-
perior da camada superficial 31 constitui um plano horizontal HP e
urna superficie de piso 33. Um plano perpendicular ac plano horizon-
tal e na borda externa 51 da camada superficial 31 constitui um plano
vertical VP. A porgao de borda curva convexa 20, que esta localizada
sob o plano horizontal HP e que se estende ate o planc vertical VP
tem uma largura de borda EW, medida paralela com ¢ plano horizon-
tal HP e uma superficie de borda 50. Uma porgac de borda 20 & con-
siderada a ser curva convexa se pelo menos algumas partes forem
convexas e as partes restantes forem retas, como mostrado na figura
5a. A porgao de borda 20 tem uma profundidade de borda ED medida
verticalmente a partir do plano horizontal HP, que é igual a distancia
SD do plano horizontal HP até a borda externa 51 no plano vertical
VP. Como mostrado na fig. 5a, as fibras na porg¢ao de borda 20 foram
comprimidas e a orientacdo das fibras mudou tal que as fibras estao
curvadas na mesma dire¢do que a superficie de borda 50 da porgao
de borda 20. A linha tangente TLI, TL2 da porgao de borda curva 20
tem um angulo maior AN2 em relagdo ao plano horizontal no plano
vertical VP que a uma distancia do plano vertical, por exemplo a uma
distancia que seja 0, 5"EW. A invengao torna possivel formar porgbes
de borda com linhas tangentes TL tendo angulos excedendo 10
graus. E até mesmo possivel produzir porcdes de borda com angulos
NA excedendo, por exemplo, 15, 20, 30 ou até mesmo 45 graus .
[0048] Varios relacionamentos sdo favoraveis para produzir uma
porgac de borda (20) de acordo com a invengao.
» A profundidade de borda ED deve preferivelmente ser
maior que a espessura da camada superficial ST. Na con-

figuragdo a mais preferida a profundidade de borda ED
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deve ser maior que 2 ou ate mesmo 3 vezes a espessura
de superficie ST. O método permite a formacgio de por-
¢Oes de borda 20 com profundidades de 25 borda ED ex-
cedendo 10 vezes a espessura de superficie ST.

* A borda com EW deve preferivelmente ser maior do que a
profundidade de borda ED. Na configuragao a mais prefe-
rida a largura de borda EW deve ser maior que 2 30 vezes
a profundidade de borda ED.

¢ A profundidade de borda ED deve preferivelmente ser
maior que 0,1 vez a espessura de placa de piso T.

» A espessura ST da camada superficial 31 deve ser 0,
10,01 vez a espessura de piso T.

» A linha tangente TL na porgao de borda que esta localiza-
da no plano vertical VP deve ter um angulo NA em relagao
ao plano horizontal excedendo 10 graus .

[0050] Estes relacionamentos podem ser usados independente-
mente ou em combinagdo em uma borda ou em, por exemplo, bordas
longas e curtas. As bordas longas podem, por exemplo, ser formadas
com por¢gdes de borda mais curvadas do que as bordas curtas. Uma
combinagao preferivel € que a profundidade de borda ED seja maior
que a espessura de camada superficial ST e que a linha tangente TL
de uma parte da porgao de borda 20 tenha um angulo excedendo 10
graus.

[0051] A figura 5b mostra o perfil D de densidades em uma parte
(A-A} de uma placa de piso 1, que nao foi comprimida e a figura 5¢
mostra o perfil de densidade D em uma porgdo de borda comprimida
(B-B} da mesma placa de piso. Os perfis de densidade podem ser
medidos extremamente precisamente com um feixe gama. A distan-
cia entre os pontos de medi¢cdo pode ser tdo pequena quanto 0,04

mm. Neste exemplo a camada superficial 31 de laminado, que tem
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cerca de 0,2 mm de espessura, tem uma densidade de cerca de 1300
kg/m. Abaixo da camada superficial 31 existe uma porgac 20 de nu-
cleo 52 a qual em conexdo com a laminagao por pressao direta foi
impregnada com melanina e onde a densidade varia entre cerca de
1200-1000 kg/m®. Sob esta porgdo de nucleo 52 existe outra porgao
53 onde a densidade & ligeiramente mais alta do que nas partes 25
intermediarias do nucleo 30. A densidade média ¢ mostrada pela li-
nha AD. Deve ser enfatizado que a compressao em material de placa
baseado em fibra de madeira sempre proporciona uma densidade
aumentada.

[0052] Um metodo alternativo € mostrado na figura 4d. Duas 30
amostras de teste Sl e 52 com a mesma espessura ST sdo tomadas a
partir da borda € o0 peso &€ medido. Se o peso por mm for essencial-
mente 0 mesmo, é uma forte indicagdo de que nenhum material foi
removido e de que as bordas foram comprimidas. A espessura da
amostra pode ser, por exemplo, 2,44 mm e ¢ comprimento da amostra
20 mm ao longo da jungao. Sl pode ter uma largura de amostra SW de
3,46 mm e 52 de 3, 04 mm. O peso de S| & 0,167 grama e de S2 0,
143 grama. Sl tem um peso por mm de 0,167/3,46 -0, 048 grama e S2
de 0,143/3,04 0,47 grama. A razao para esta pequena diferenca e
principalmente o fato que Sl contém ligeiramente mais camada super-
ficial com densidade mais alta que HDF, devido ao formato curvo. Tes-
tes similares em um painel onde a camada superficial foi laminada em
uma borda curva usinada mostraram que Sl tem um peso de 0, 062
g/mm e S2 0,071 g/ mm. Esta & uma forte indicagéo de que material
do nucleo foi removido antes da prensagem e ndo comprimido de
acordo com os principios da invengao.

[0053] A figura 5¢c mostra o perfil de densidade em uma parte
comprimida B-B da porgao de borda 20. Uma parte do nucleo 30 na

porcac de borda adjacente ao plano vertical VP e a uma distancia ver-
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tical SD a partir da camada superficial 31, tem uma densidade D mais
alta que uma parte do nucleo que esta sob a superficie de piso adja-
cente a porcdo de borda 20 e na mesma distancia vertical SD a partir
da camada superficial 31. Isto €, como explicado acima, ao contrario
da tradicional pds-conformac¢ao onde a porgio de borda é usinada e a
camada superficial é colada a parte do ndcleo, que tem a mesma den-
sidade ou mais baixa. A figura 6a mostra um metodo alternativo para
formar uma porgao de borda 20 em um piso de DPL. Uma placa de
piso 1 & produzida com uma ranhura lateral 19 sob a camada superfi-
cial 31. A parte superior da ranhura lateral 19 consiste da camada su-
perficial 31 e uma parte do nucleo 30. Esta parte superior da ranhura
lateral 19 & dobrada contra a parte inferior da ranhura lateral 19 e am-
bas as partes so prensadas e coladas entre si. A figura 6b mostra
que este método pode ser usado para formar uma porgao de borda de
um painel de piso, que & entdao usinada para uma placa de piso. Am-
bos destes métodos s80 mais complicados que a formacao por pren-
sagem uma vez que Sao necessarias a colagem e a usinagem em se-
parado. Este método pode ser combinado parcialmente com a forma-
¢cao por prensagem e o nacleo pode ser comprimido em conexao com
a colagem.

[0054] A figura 7 mostra um perfil de dilatacdo 4 com porgGes de
borda formadas por prensagem 20, de acordo com a invengao.

[0055] A figura 8 mostra uma placa de piso com porc¢des de borda
20 em bordas opostas que sa0 curvas e onde as partes adjacentes
externas das superficies de borda 50 sdo essencialmente paralelas ao
planc horizontal HP.

[0056] A figura 9 mostra uma placa de piso onde a superficie de
borda das porgdes de borda 20 nas bordas longas 4a, 4b compreen-
dem material diferente da superficie de borda da porgao de borda 20'

de uma das bordas curtas 5a. As bordas longas podem preferivelmen-
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te ser formadas de acordo com o método mostrado na figura 5a. Nesta
configuragao, uma das bordas curtas 5a tem uma porc¢ao de borda 20’
na forma de uma ranhura decorativa essencialmente paralela com o
plano horizontal HP como mostrado na figura 3a. A superficie de borda
nas bordas longas é um laminado feito de um papel impregnado com
melamina e sobre uma borda curta a superficie de borda sao fibras de
HDF, a qual pode ser pintada. Varias combinag¢bes tais como lamina-
do/ fita, laminado/ impressao, fita/ impresséo, laminado/ impregnagéo
laminadol/ fita etc. s&o possiveis para uso para melhorar a aparéncia e
custo de produgdo. Claro as bordas longas e curtas podem ser forma-
das de acordo com o primeiro aspecto da invencao.

[0057] A invengao é especialmente adequada para produzir pisos
laminados que parecem como faixas de piso de madeira sélida com
uma largura de 5-10 cm e onde as porgdes de borda comprimida séo
somente formadas nos lados longos. Tais placas de piso também po-
dem ser facilmente produzidas em comprimentos randémicos uma
vez que painéis de piso longos formados por prensagem podem ser
produzidos os quais sao depois disso usinados e cortados em placas
de piso em diferentes comprimentos. Claro uma por¢ao de borda usi-
nada em uma borda curta também pode ser formada. As fibras de
madeira visiveis podem ser pintadas. A inven¢do também €& muito
adequada para painéis laminados com uma largura de 10-12 cm ou
12-15 cm onde métodos tradicionais séo dificeis de usar.

[0058] Um piso que consiste de tais placas de piso estreitas tera
muitas por¢des de bordas curvas 20 e somente métodos de produgdo
muito eficientes em custos tais como formagao por prensagem podem
ser usados para obter custos de produgéo que sejam competitivos e
mais baixos que pisos de madeira sdlida similares .

[0059] A formagdo por prensagem é muito eficiente e pode facil-

mente atender a velocidade de linhas modernas de perfilamento.
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[0060] O método para comprimir 0 nlcleo com uma camada su-
perficial de um elemento de piso laminado, painel de piso ou placa de
piso ou um painel de elemento de construgcéo similar a invengao pode
ser usado para formar porgbes gravadas em relevo em outras partes

que as bordas.
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REIVINDICAGOES

1. Método para produzir uma placa de piso, com um sistema
de travamento, um nucleo de HDF (30) e uma camada superficial {31)
arranjada no lado superior do nucleo, as partes planas externas da
camada superficial {31) constituindo uma superficie de piso {33) e um
plano horizontal (HP), e a placa de piso possuindo uma porgao de
borda (20} com uma superficie de borda {50) que esta localizada sob 0
plano horizontal, caracterizado pelo fato de compreender:

- aplicar a camada superficial (31) sobre o nucleo para for-
mar um elemento de piso (3).

- cortar o elemento de piso em painéis de piso (2).

- aplicar uma pressao sobre a superficie de uma porcao de
borda (20) do painel de piso e comprimir o nlcleo sob a camada su-
perficial e flexionar a camada superficial permanentemente para tras,

- formar uma ranhura de borda (16) na borda do painel de
piso (2) antes de aplicar a pressio e

- formar o sistema de travamento mecéanico (9,10, 6,8) na
borda do painel de piso (2) apds aplicar a pressao.

2. Método, acordo com reivindicacdo 1 , caracterizado pelo
fato de a camada superficial (31) compreender folhas de papel im-
pregnadas com uma resina termofixa .

3. Metodo, de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado
pelo fato de a camada superficial (31) ser um folheado de madeira .

4. Metodo, de acordo com reivindicagao 1, caracterizado
pelo fato de compreender a prensagem da porgdo de borda (20) sob
calor excedendo 100 °C.

5. Método, acordo com a reivindicagdo 1, caracterizado pe-
lo fato de compreender a prensagem da porgéo de borda (20) sob ca-
lor excedendo 160 °C.

6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicacdes
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4 ou 5, caracterizado pelo fato de compreender a prensagem e o
aquecimento da porgédo de borda (20) com um dispositivo de aqueci-
mento compreendendo radiagdo infravermelha .

7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicagbes
1-6, caracterizado pelo fato de compreender a aplicagdo da pressao
movendo uma sapata de pressao ou uma roda de pressiao em relagao

ao painel de piso (2).
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